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平成 23 年 3 月期 第 2 四半期連結累計期間の業績予想に関するお知らせ 

 
最近の業績動向を踏まえ、平成 23 年 3 月期の第 2 四半期連結累計期間の業績予想を、下記の通りお知

らせします。 
 

記 
 

（金額の単位：百万円） 
平成 23 年 3 月期 第 2 四半期連結累計期間連結業績予想（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 9 月 30 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期 
純利益 

1 株当たり

四半期 
純利益 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

前 回 発 表 予 想（Ａ） 
― ― ― ― ― 

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 12,400 △90 △230 △280 △15.40

増 減 額（Ｂ－Ａ） ― ― ― ― ― 

増 減 率（％） ― ― ― ― ― 

（ご参考）前期第 2 四半期実績 
（平成 22 年 3 月期第 2 四半期） 3,240 △1,534 △1,528 △1,813 △99.72

 
業績予想の概要 
 
半導体の需要は、当面、堅調に推移するとの見方がある一方で、世界の景気の失速懸念などから、今後

の市場の拡大には慎重な見方も示されています。 
金融危機以降、半導体メーカー各社は従来以上に市場動向に対し機敏な投資判断を行うことにより、半

導体製造装置の需要が激しい変化を見せる状況下において、先行きの不透明感が強い現状では、通期の

業績予想を合理的に行うことは極めて困難です。このため、現時点において当社グループが把握する情

報に基づき、第 2 四半期連結累計期間の業績のみ予測し、開示します。 
 
なお、通期の連結業績予想については、予想の開示が可能となった時点で速やかに開示します。 
 
 

※本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社グループが現在入手している

情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などは、今後の様々な

要因によって異なる可能性があります。 
 

以  上 


